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(57)摘要

提供机器人手臂，在对晶片进行搬送的机器

人所具有的机器人手臂中，利用机器人手臂对呈

中凹状弯曲的晶片的凹陷中央适当地进行吸引

保持而进行搬送。机器人手臂(6)安装于机器人

(1)，对呈中凹状弯曲的晶片(W)的凹陷中央(Wf)

进行吸引保持，其中，该机器人手臂具有：长条平

板状的基台(60)；吸盘(61)，其配设于基台，对晶

片的凹陷中央进行吸引保持；以及连通路(62)，

其使对晶片进行吸引保持的吸盘的吸附面

(610d)与吸引源(69)连通，按照在利用吸附面对

晶片进行了吸引保持时晶片的外周部分不与安

装有吸盘的基台的一个面(60a)接触的方式，将

吸盘(61)相对于一个面(60a)垫高。

权利要求书1页  说明书5页  附图4页

CN 112077830 B

2024.05.14

CN
 1
12
07
78
30
 B



1.一种机器人手臂，其安装于机器人，对呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央进行吸引保

持，其中，

该机器人手臂具有：

长条平板状的基台；

吸盘，其配设于该基台，对晶片的凹陷中央进行吸引保持；

连通路，其使对晶片进行吸引保持的该吸盘的吸附面与吸引源连通；以及

一个或多个垫高块，该一个或多个垫高块具有构成该连通路的块吸引孔并且该一个或

多个垫高块将该吸盘相对于该基台的一个面垫高，

按照在利用该吸附面对晶片进行了吸引保持时晶片的外周部分不与安装有该吸盘的

该基台的该一个面接触的方式，通过该一个或多个垫高块将该吸盘相对于该一个面垫高。
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机器人手臂

技术领域

[0001] 本发明涉及机器人手臂，其安装于机器人，对呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央进

行吸引保持。

背景技术

[0002] 在对半导体晶片等被加工物进行磨削的磨削装置上和对半导体晶片等被加工物

进行切削的切削装置上等处或上述装置之间，利用对呈中凹状弯曲的晶片的外周缘进行保

持的机器人手臂(例如参照专利文献1)、或利用以在呈中凹状弯曲的晶片的外周部分分开

的两个吸引部对晶片进行吸引保持的机器人手臂(例如参照专利文献2)来搬送呈中凹状弯

曲的晶片。

[0003] 专利文献1：日本特开2014‑000654号公报

[0004] 专利文献2：日本特开2017‑045784号公报

[0005] 例如在磨削装置等加工装置上，晶片呈搁板状收纳于晶片盒中，机器人的机器人

手臂对一张晶片进行保持而从盒中搬出，使晶片上下翻转而搬送至暂放工作台。因此，机器

人为了使晶片上下翻转而希望利用机器人手臂对晶片的中心进行吸引保持。另外，当在对

加工后的晶片进行旋转清洗之后对旋转工作台上的晶片进行保持时，希望对晶片的中央进

行吸引保持。

[0006] 但是，当想要对呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央进行吸引保持时，存在如下的问

题：晶片的翘曲的外周部分与机器人手臂的基台接触，在晶片呈中凹状弯曲的状态下，机器

人手臂无法适当地吸引保持晶片。

[0007] 由此，在安装于对晶片进行搬送的机器人的机器人手臂中，存在如下的课题：利用

机器人手臂对翘曲而呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央适当地进行吸引保持而进行搬送。

发明内容

[0008] 本发明提供机器人手臂，其安装于机器人，对呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央适

当地进行吸引保持而进行搬送。

[0009] 用于解决上述课题的本发明是机器人手臂，其安装于机器人，对呈中凹状弯曲的

晶片的凹陷中央进行吸引保持，其中，该机器人手臂具有：长条平板状的基台；吸盘，其配设

于该基台，对晶片的凹陷中央进行吸引保持；以及连通路，其使对晶片进行吸引保持的该吸

盘的吸附面与吸引源连通，按照在利用该吸附面对晶片进行了吸引保持时晶片的外周部分

不与安装有该吸盘的该基台的一个面接触的方式，将该吸盘相对于该一个面垫高。

[0010] 本发明的机器人手臂安装于机器人，对呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央进行吸引

保持，其中，该机器人手臂具有：长条平板状的基台；吸盘，其配设于基台，对晶片的凹陷中

央进行吸引保持；以及连通路，其使对晶片进行吸引保持的吸盘的吸附面与吸引源连通，按

照在利用吸附面对晶片进行了吸引保持时晶片的外周部分不与安装有吸盘的基台的一个

面接触的方式，将吸盘相对于一个面垫高，从而中凹状的晶片的翘曲的外周部分不会与基
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台接触，机器人手臂能够适当地吸引保持晶片的凹陷中央。并且，例如能够利用机器人手臂

对晶片的凹陷中央进行吸引保持而从晶片盒中取出，使晶片上下翻转而搬送至加工装置的

暂放工作台等。

附图说明

[0011] 图1是示出收纳有晶片的盒和具有机器人手臂的机器人的一例的立体图。

[0012] 图2是说明利用机器人手臂对呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央进行吸引保持的状

态的侧视图。

[0013] 图3是说明在机器人手臂的基台的前端侧的一个面上安装O形环、垫高块以及吸附

盘的状态的立体图。

[0014] 图4是说明利用机器人手臂对收纳于盒中且呈中凹状弯曲的晶片的凹陷中央进行

吸引保持的状态的剖视图。

[0015] 标号说明

[0016] W：呈中凹状弯曲的晶片；Wa：晶片的正面；Wb：晶片的背面；Wc：晶片的外周缘；Wf：

晶片的凹陷中央；T：保护带；4：盒；40：隔板部；1：机器人；3：驱动部；30：第1臂；31：第2臂；

32：机器人手臂连结部；33：第1臂连结部；34：机器人手臂旋转单元；35：升降机构；70：主轴；

71：壳体；73：支托；730：支托吸引路；6：机器人手臂；60：基台；60a：基台的一个面；600：切口

部；601：内螺纹孔；603：吸引路；605：O形环收纳槽；61：吸盘；610：吸盘基部；610a：吸盘穿通

孔；610b：吸盘吸引孔；610d：吸附面；611：变形部；62：连通路；66：垫高块；660：块穿通孔；

661：块吸引孔；664：O形环收纳槽；69：吸引源；690：树脂管。

具体实施方式

[0017] 图1所示的机器人1例如是用于将收纳于盒4中的呈中凹状弯曲的晶片W从盒4中搬

出或向盒4中搬入的机器人，其具有本发明的机器人手臂6，例如配设于未图示的磨削装置

上。

[0018] 图1所示的盒4例如具有底板4a、顶板4b、后壁4c、两个侧壁4d以及前方侧(+Y方向

侧)的开口4e，采用能够从开口4e搬入搬出晶片W的结构。在盒4的内部沿上下方向隔开规定

的间隔而形成有多个隔板部40，能够在隔板部40上一张一张地收纳晶片W。另外，盒4的结构

并不限于本例。

[0019] 图1、图2所示的俯视圆形状的晶片W从晶片W的中心朝向外周缘Wc而慢慢翘曲，从

而呈中凹状弯曲。即，该中凹状的弯曲是指如下的弯曲：在使正面Wa朝向下侧而将晶片W载

置于盒4的隔板部40时，晶片W的正面Wa从其中央侧的区域朝向外周侧的区域慢慢降低。并

且，晶片W的外周缘Wc与盒4的隔板部40接触从而晶片W载置于隔板部40。例如在晶片W的背

面Wb上粘贴有图2所示的保护带T。

[0020] 图2所示的呈中凹状弯曲的晶片W的底部即凹陷中央Wf与外周缘Wc的高度差例如

约为5mm，但也可以小于5mm，该高度差可以为约6mm～约10mm。

[0021] 另外，作为呈中凹状弯曲的晶片W的一例，有正面Wa被树脂密封的晶片等。

[0022] 如图1所示，机器人1是多关节机器人，具有使机器人手臂6移动至规定的位置的驱

动部3。驱动部3例如具有：长条板状的第1臂30；长条板状的第2臂31；沿Z轴方向延伸的机器
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人手臂连结部32；使机器人手臂6在水平方向上旋转的机器人手臂旋转单元34；第1臂连结

部33；以及升降机构35。

[0023] 第1臂30的一端的上表面与机器人手臂连结部32连结。在第1臂30的另一端的下表

面上借助第1臂连结部33而连结有第2臂31的一端的上表面。第2臂31的另一端的下表面与

升降机构35的柱350的上端连结。升降机构35例如具有收纳于机器人手臂旋转单元34内的

未图示的电动机等升降驱动源，能够使柱350相对于机器人手臂旋转单元34升降而调整机

器人手臂6的高度位置。并且，机器人手臂旋转单元34具有电动机等未图示的旋转驱动源，

通过旋转驱动源所产生的旋转力使升降机构35以旋转轴为轴而进行旋转，从而使机器人手

臂6水平地旋转。

[0024] 在机器人手臂连结部32的上端侧固定有壳体71，该壳体71将主轴70支承为能够旋

转，该主轴70具有在图1中与铅垂方向(Z轴方向)垂直的X轴方向的轴心。例如在壳体71的内

部收纳有使主轴70旋转驱动的未图示的电动机。

[0025] 主轴70的前端侧从壳体71向‑X方向突出，在该前端侧配设有供机器人手臂6的根

部侧安装的支托73。随着未图示的电动机使主轴70旋转，使经由支托73而与主轴70连接的

机器人手臂6旋转，能够使机器人手臂6的一个面60a与机器人手臂6的一个面60a的相反面

60b上下翻转。

[0026] 本发明的机器人手臂6安装于图1、图2所示的机器人1，对呈中凹状弯曲的晶片W的

凹面(正面Wa)的中央Wf进行吸引保持，本发明的机器人手臂6至少具有：长条平板状的基台

60；吸盘61，其配设于基台60，对晶片W的凹面的中央Wf进行吸引保持；以及连通路62(仅图2

中图示)，其使对晶片W进行吸引保持的吸盘61的吸附面610d与吸引源69连通。

[0027] 基台60例如由SUS、铝或氧化铝陶瓷等构成，从其前端侧进入至图1所示的盒4的内

部。基台60的一个面60a(在图1、图2中为下表面)的前端侧的区域成为安装吸盘61的面。另

外，基台60的一个面60a除了根部侧的一部分以外为平坦面。

[0028] 在基台60的一个面60a的根部侧的区域，例如可以将基台60沿厚度方向(Z轴方向)

切成大致矩形状而形成切口部600。在机器人手臂6吸引保持直径较大的呈中凹状弯曲的晶

片W的情况下，该切口部600供晶片W的翘曲的外周缘Wc进入，从而起到防止基台60与晶片W

的接触的作用。另外，通过形成切口部600，能够减少用于使机器人手臂6进入至盒4内并使

吸盘61与晶片W的凹陷中央Wf接触的上升移动量。另外，通过增加后述的垫高块66的块数，

能够与晶片W的凹陷中央Wf与外周缘Wc的高度差对应地调整吸盘61的高度，因此基台60也

可以采用不具有切口部600的结构。

[0029] 如图2、图3所示，例如在基台60的一个面60a的前端侧的区域在基台60的长度方向

上隔开规定的间隔而朝向厚度方向(Z轴方向)形成有多个(例如两个)内螺纹孔601。另外，

内螺纹孔601可以还在基台60上形成多个。

[0030] 例如在基台60的一个面60a的前端侧的区域的两个内螺纹孔601之间，构成连通路

62的吸引路603的一端开口，吸引路603例如在基台60的内部沿长度方向延伸。

[0031] 例如在基台60的一个面60a的吸引路603的开口的周围形成有圆环状的O形环收纳

槽605。

[0032] 图2、图3所示的吸盘61例如是将能够变形的橡胶等弹性材料形成为俯视圆形状而

成的，该吸盘61具有：圆形板状的吸盘基部610；以及凸缘状的变形部611，其按照从吸盘基
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部610的外周区域慢慢扩径的方式竖立设置。在吸盘61中，图3所示的吸盘基部610的上端面

(在图2中为下端面)成为对晶片W进行吸附的吸附面610d。

[0033] 在吸盘基部610上分别沿厚度方向(Z轴方向)贯通形成有：两个吸盘穿通孔610a，

它们与形成于基台60的一个面60a的内螺纹孔601对应；以及一个吸盘吸引孔610b，其与形

成于基台60的一个面60a的吸引路603的开口对应。另外，吸盘穿通孔610a可以是内螺纹孔。

此时，基台60的内螺纹孔601是贯通孔，从基台60侧使固定外螺纹贯通而与吸盘61的内螺纹

孔螺合，在与吸盘61之间夹着垫高块66的状态下使吸盘61与基台60连结而一体化。

[0034] 如图2所示，本发明的机器人手臂6在利用吸附面610d对晶片W进行吸引保持时，将

吸盘61相对于一个面60a垫高以便晶片W的包含外周缘Wc的外周部分不与安装有吸盘61的

基台60的一个面60a接触。即，例如机器人手臂6构成为：根据晶片W的弯曲情况(翘曲情况)

在吸盘61与基台60之间夹持一块或多块图2、图3所示的垫高块66。

[0035] 图2、图3所示的例如重叠三块的状态的垫高块66例如成为与吸盘61的吸盘基部

610大致同径的圆形平板状，通过夹持在吸盘61与基台60之间的块数，能够调整吸盘61相对

于基台60的一个面60a的垫高高度。即，根据希望进行吸引保持的晶片W的弯曲情况来调整

垫高块66的数量。

[0036] 例如在由具有刚性的原材料构成的垫高块66上分别沿厚度方向(Z轴方向)贯通形

成有：两个块穿通孔660，它们与形成于基台60的一个面60a的内螺纹孔601对应；以及一个

块吸引孔661，其与形成于基台60的一个面60a的吸引路603的开口对应。另外，块穿通孔660

可以是内螺纹孔。

[0037] 例如在垫高块66的块吸引孔661的周围形成有圆环状的O形环收纳槽664。

[0038] 要想如图2所示那样将机器人手臂6组装成能够对呈中凹状弯曲的晶片W的凹陷中

央Wf进行吸引保持的状态，如图3所示，按照从基台60侧依次使形成于基台60的两个内螺纹

孔601、形成于规定块数(在图3中为三块)的各垫高块66的两个块穿通孔660以及形成于吸

盘61的吸盘穿通孔610a重叠的方式进行对位。

[0039] 另外，在基台60的O形环收纳槽605中放入由橡胶等制成的圆环状的O形环67，在垫

高块66的O形环收纳槽664中放入O形环67。另外，从形成于吸盘61的吸盘穿通孔610a插入图

3所示的固定外螺纹68并穿过垫高块66的块穿通孔660之后，与基台60的内螺纹孔601螺合，

从而能够使基台60、垫高块66以及吸盘61一体化。即，成为吸盘61按照相对于基台60的一个

面垫高的状态进行安装的状态。另外，成为固定外螺纹68的螺钉头埋入至吸盘61的吸盘基

部610的状态，成为未从吸附面610d突出的状态。

[0040] 另外，形成连通路62，该连通路62是吸盘61的吸盘吸引孔610b、垫高块66的块吸引

孔661以及基台60的吸引路603连通而构成的(参照图2)。吸引路603的另一端与安装有基台

60的支托73内所形成的支托吸引路730连通。例如在图2所示的支托73的支托吸引路730上，

按照不妨碍机器人手臂6的旋转移动的方式经由未图示的接头等而连通有具有挠性的树脂

管690。并且，在树脂管690的另一端侧连接有真空产生装置或喷射器机构等吸引源69。因

此，通过吸引源69进行动作而产生的吸引力通过连通路62而传递至吸盘61的吸附面610d。

[0041] 另外，放入到基台60的O形环收纳槽605的O形环67被垫高块66按压而在O形环收纳

槽605内发生变形，另外放入到垫高块66的O形环收纳槽664的O形环67被其他垫高块66或吸

盘61按压而在O形环收纳槽664内发生变形。其结果是，通过各O形环67提高从吸盘61至基台
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60内的连通路62的密闭性。

[0042] 以下，对通过图1所示的机器人1将按照背面Wb朝向上侧的状态收纳于盒4中的晶

片W搬出的情况下的机器人手臂6的动作进行说明。另外，通过机器人1的机器人手臂6进行

吸引保持的晶片W也可以不处于收纳于盒4中的状态。

[0043] 首先，图1所示的机器人1借助升降机构35在Z轴方向上移动，进行机器人手臂6与

盒4内的目标晶片W在Z轴方向上的对位。另外，未图示的电动机使主轴70旋转而将机器人手

臂6的吸盘61设置成朝向上侧的状态。

[0044] 另外，驱动部3使机器人手臂6旋转，机器人手臂6从开口4e进入至盒4的内部的规

定的位置。即，如图2、图4所示，对机器人手臂6进行定位以使得吸盘61位于背面Wb朝向上侧

而载置于隔板部40(在图2中未图示)上的晶片W的正面Wa的凹陷中央Wf的下方。

[0045] 接着，图2、图4所示的机器人手臂6上升而使吸盘61与晶片W的正面Wa的凹陷中央

Wf接触。吸盘61的变形部611沿着晶片W的凹陷中央Wf的较小的弯曲而变形，从而使与凹陷

中央Wf的接触面积最大化，吸盘61的吸盘基部610的吸附面610d与凹陷中央Wf接触。另外，

也可以成为仅变形部611的倾斜的内侧面与晶片W的凹陷中央Wf接触的状态。

[0046] 吸引源69进行动作而产生的吸引力通过连通路62而传递至吸盘61的吸附面610d

上，吸盘61对晶片W的凹陷中央Wf进行吸附，从而通过机器人手臂6对晶片W进行吸引保持。

这里，按照晶片W的包含外周缘Wc的外周部分不与安装吸盘61的基台60的一个面60a接触的

方式，例如通过三块垫高块66将吸盘61相对于一个面60a垫高，从而中凹状的晶片W的翘曲

的外周部分不会与基台60接触，机器人手臂6能够对晶片W的凹陷中央Wf进行吸引保持。

[0047] 利用图1所示的升降机构35使机器人手臂6上升，在机器人手臂6所吸引保持的晶

片W的外周缘Wc从隔板部40上分开的高度使升降机构35停止，对晶片W进行吸引保持的机器

人手臂6通过图1所示的驱动部3的第1臂30而向+Y方向移动，通过机器人手臂6将晶片W从盒

4中搬出。并且，例如在利用机器人手臂6适当地吸引保持着晶片W的正面Wa的凹陷中央Wf的

状态下，使主轴70旋转而使晶片W上下翻转，在使正面Wa朝向上侧的状态下将晶片W搬送至

未图示的加工装置的暂放工作台等。

[0048] 另外，对搬送至暂放工作台的晶片W进行定位，利用搬送单元搬送至磨削装置等加

工装置的卡盘工作台，利用加工单元对晶片W进行加工。因此，搬送单元对晶片W的正面Wa的

凹陷中央Wf进行吸引保持而搬送至卡盘工作台。另外，利用卡盘工作台使晶片W的弯曲平坦

化，使卡盘工作台的保持面与吸引源连通，使晶片W效仿而进行保持。

[0049] 另外，例如也可以利用本机器人手臂6对磨削且未弯曲的平坦化的晶片W进行保持

而将未弯曲的晶片W收纳于盒4中。

[0050] 本发明的机器人手臂6不限于上述实施方式，当然可以在其技术思想的范围内利

用各种不同的方式来实施。另外，附图所图示的机器人1或盒4的各结构的形状等也不限于

此，可以在能够发挥本发明的机器人手臂6的效果的范围内适当地变更。
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图2
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图4
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